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目的：
AIサーバのインターコネクションの低消費電力化に向けて、広帯域信号をテラヘル
ツ帯にアップコンバートして誘電体導波路で伝送するオールテラヘルツ波インターコ
ネクト技術を確立する。

研究概要：

• 取り組む課題
・省電力化     ⇒ テラヘルツ信号伝送用誘電体導波路

 ⇒ 共鳴トンネルダイオード (RTD) トランシーバ

・高密度実装     ⇒ 誘電体シート内 MIMO 伝送
 ⇒ ボンディングレス誘電体シート実装

・ｺﾝﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧﾌﾞﾘｯｸ対応 ⇒ 誘電体導波路スイッチング技術

• カーボンニュートラル貢献へのシナリオ

・AIデータセンタ内のインターコネクションに要する電力を削減
・光 ⇒ テラヘルツインターコネクションで約 1/6 の省電力化
・トランシーバ電力が CMOS ⇒ RTD で約 1/5の省電力化
・2030 年で CO2 約 3900 万t の削減に相当

半導体

計 1/30 の省電力化
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Summary：

Semiconductor

Objective

Establish an all-terahertz interconnect technology that upconverts 
broadband signals to the terahertz band and transmits them 
through dielectric waveguides, enabling low-power interconnections 
in AI servers.

Technical Challenges and Approaches

• Dielectric waveguides for terahertz signal transmission
• Resonant tunneling diode (RTD) transceivers
• MIMO transmission in dielectric sheets
• Bonding-free dielectric-sheet integration
• Dielectric-waveguide switching technology

Pathway to Carbon Neutrality

• Reduced power consumption of interconnects in AI data centers
• Optical → THz interconnects: 1/6
• CMOS → RTD transceivers: 1/5
• CO₂ reduction at 2030: approximately 39 million tonnes

Total power consumption:1/30
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